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Positionierungsvorrichtung und -verfahren fur die Ubertragung elektronischer Bauteile 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Positionierungsvorrichtung und ein Positionierungsverfahren fur 
die Ubertragung mindestens eines elektronischen Bauteils, insbesondere eines Chips, von 
einem ersten flachen Trager auf mindestens eine vorbestimmte Stelie eines sich parallel 
5 dazu erstreckenden zweiten flachen Tragers mit einer AusstoBeinrichtung zur Entnahme des 
Bauteils von dem ersten Trager mittels einer Ausstoftbewegung gemafi den Oberbegriffen 
der Patentansprtiche 1 und 17. 

Herkommlicherweise werden fur die Herstellung von Smart Labels Halbleiterchips mittels 
10 einer als Flipper bezeichneten Entnahme vorrichtung von einem auf einer als erster Trager 
agierenden Folie aufgespannten Wafer entnommen. In derartigen Flipchip-Maschinen wird 
der entnommene Chip oder Dice von dem Flipper geflippt, also dessen Ober- und Unterseite 
vertauscht, urn anschlieftend mittels eines Pick-and-Place-Systems zu einem einen zweiten 
flachen Trager darstellenden Substrat transportiert und darauf angeordnet zu werden. 

15 

Da zwischen der Entnahmeposition der den Wafer tragenden Folie und einer vorbestimmten 
Stelie des Substrates, die die Bond-Kontakte fur das Bonden des Chips auf dem Substrat 
aufweist, eine im Vergleich zu der ChipgroRe relativ grolJe Entfernung zurtickzulegen ist, ist 
fur das Sicherstellen einer genauen Positionierung des Chips Oder des Dice auf dem zu be- 
2 o stuckenden Substrat eine technisch aufwendige Flipchip-Bonder-Maschine erforderlich. Der- 
artige Maschinen weisen hohe Herstellungskosten, erhohte Reparaturanfalligkeit aufgrund 
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ihrer aufwendigen Konstruktion und geringen Durchsatz aufgrund der langen Transportwege 
fur die Flipchips auf. 

DE 197 34 317 A1 beschreibt einen Bonder zum Bonden von Halbleiterchips auf eine Bond- 
5 position darstellende vorbestimmte Stelle eines zweiten Tragers, der ein Substrat darstellt. 
Bei dieser Vorrichtung werden zunachst mittels einer Vermessungseinrichtung Positionsda- 
ten der einzelnen innerhalb des expandierten Wafers angeordneten Dice erfasst und gespei- 
chert. Anschliedend wird der den ersten Trager darstellende expandierte Wafer mit dem zu 
entnehmenden Chip uber die vorbestimmte Stelle des zweiten Tragers, welche die Position 
10 der Bondkontakte des damit zu verbindenden Chips darstellt, positioniert. Anschlieflend fin- 
det mittels einer Ausstofibewegung das ruckseitige Ausstofien und damit Sichlosen der Dice 
von der Folie dadurch start, dass eine AusstofJnadel auf eine Ruckseite des Dice von oben 
wirkt. Der Dice wird dadurch direkt auf die vorbestimmte Stelle des Substrates platziert. 

15 Hierfur findet ein Positionierungsvorgang der abzulosenden Dice gegenuber der vorbestimm- 
ten Stelle des Substrates mittels der zuvor erfassten Positionierungsdaten, die die Vermes- 
sungseinrichtung aufgenommen hat, start. Da zwischen der Erfassung der Positionierungs- 
daten mittels der Vermessungseinrichtung und der Ubertragung des Dice von dem Wafer 
beziehungsweise der Folie auf das Substrat eine Verschiebung des Wafers und damit der zu 

20 entnehmenden Dice erforderlich ist, urn die Dice oberhalb der vorbestimmten Stelle des 

Substrates anordnen zu konnen, besteht aufgrund sich andernder Spannungen der Tragerfo- 
lie die Gefahr einer zwischenzeitlichen Verschiebung der in ihren Positionsdaten bereits er- 
fassten Dice auf der Tragerfolie. Dies hat zur Folge, dass eine genaue Positionierung der zu 
entnehmenden Dice oberhalb der vorbestimmten Stelle des Substrates nicht mehr moglich 

25 ist Dies trim insbesondere bei der Verwendung von sehr kleinen Dice innerhalb sehr groBer 
Wafer, die sich in eine Vielzahl von Dice aufteilen, und bei der Verwendung von sehr kleinen 
Bondkontakten, die innerhalb der vorbestimmten Stelle bereits auf dem Substrat angeordnet 
sind, zu. 

30 Zudem erfolgt bei derartigen Obertragungsvorrichtungen keine direkte Erfassung der Positi- 
onsdaten der Bondkontakte an derjenigen Stelle, an der der Bondvorgang durchgefiihrt wer- 
den soli. Vielmehr wird ein indirektes eindimensionales Positionieren der Bondkontakte durch 
ein Positionieren des bandartigen Substrates, auf welchem die Bondkontakte angeordnet 
sind, mittels Antriebsrollen durchgefiihrt Dies hat aufgrund von vorhandenen Materialtole- 
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ranzen und Positionsfehlern Positionierungsfehler beziiglich der Positionierung der vorbe- 
stimmten Stelle zur Folge. 

Weiterhin weist die dargestellte Vorrichtung keine Positionierungseinrichtung zum Positionie- 
ren der Ausstofteinrichtung im Bezug auf die Position der zu entnehmenden Dice und der 
vorbestimmten Stelle auf. Dies kann ebenso eine mogliche Fehlerquelle fur eine nicht aus- 
reichend genaue Positionierung der vorbestimmten Stelle gegenuber der zu entnehmenden 
Dice und der AusstoReinrichtung und damit fur ein genaues Anordnen der Dice auf den 
Bondkontakten sein. 

Demzufoige liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Positionierungsvor- 
richtung fur die Ubertragung elektronischer Bauteile von einem ersten Trager auf einen zwei- 
ten Trager zur Verfugung zu stellen, die zuverlassig ein Anordnen der Bauteile auf vorbe- 
stimmte Stellen des zweiten Tragers mit hoher Genauigkeit sicherstellt. Es ist ebenso Aufga- 
be der Erfindung, ein Positionierungsverfahren fur die Ubertragung der Bauteile von dem 
ersten auf den zweiten Trager zur Verfugung zu stellen, das ein Anordnen der Bauteile auf 
vorbestimmte Stellen des zweiten Tragers mit hoher Genauigkeit sicherstellt 

Diese Aufgabe wird vorrichtungsseitig durch die Merkmale des Patentanspruches 1 und ver- 
fahrensseitig durch die Merkmale des Patentanspruches 17 gelost 

Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dass bei einer Positionierungsvorrichtung 
fur die Ubertragung mindestens eines elektronischen Bauteils, insbesondere eines Chips, 
von einem ersten flachen Trager auf mindestens eine vorbestimmte Stelle eines stch parallel 
dazu erstreckenden zweiten flachen Tragers mit einer Ausstofteinrichtung zur Entnahme des 
Bauteils von dem ersten Trager mittels einer Ausstolibewegung eine Kameraeinrichtung zur 
Erfassung von Positionsdaten angeordnet ist, wobei die Kameraeinrichtung auf einer ge- 
dachten gemeinsamen Geraden mit der vorbestimmten Stelle auf dem zweiten Trager, dem 
zu entnehmenden Bauteil und der Ausstofieinrichtung angeordnet ist Auf diese Weise kon- 
nen die Positionsdaten der im Wesentlichen auf einer Achse angeordneten Teile bezie- 
hungsweise Einrichtungen, namlich der Ausstofteinrichtung, des abzulosenden Chips und 
der vorbestimmten Stelle auf dem zweiten Trager, in welcher Bondkontakte fur den zu bon- 
denden Chip angeordnet sind, an demjenigen Ort erfasst werden, an dem der eigentliche 
Bondvorgang stattfindet Dies hat vorteilhaft zur Folge, dass eine gegenseitige Ausrichtung 
des Chips, der Bondkontakte und der Ausstofteinrichtung unter Kontrolle der die 
Positionsdaten erfassenden Kameraeinrichtung direkt am Ort des durchzufuhrenden 
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daten erfassenden Kameraeinrichtung direkt am Ort des durchzufiihrenden Bondvorganges 
stattfinden kann. Hierdurch ergibt sich eine Ubereinanderpositionierung dieser drei Elemente 
mit hoher Genauigkeit, die auch eine einfache nachtragliche Korrektur bei Abweichungen 
zulasst. 

5 

Hierfur ist der erste Trager, der eine Tragerfolie, auf welcher ein Wafer angeordnet ist, dar- 
stellen kann, mit einer ersten und der zweite Trager, der als bandartiges Substrat ausgebil- 
det sein kann, mit einer zweiten Positionierungseinrichtung zur Positionierung der beiden 
Trager bezuglich der gemeinsamen Geraden verbunden. Die erste und zweite Positionie- 

10 rungseinrichtung fuhren jeweils eine Verschiebung des ersten und des zweiten flachen Tra- 
gers in deren Tragerebenen durch, wobei gemafl einer bevorzugten Ausfuhrungsform zu- 
satzlich eine Rotationsbewegung um eine senkrecht zu den Tragerebenen stehende Rotati- 
onsachse moglich ist. Eine derartige Rotationsbewegung wird vorteilhafterweise mit dem 
ersten Trager durchgefuhrt, um eine Ausrichtung des Wafers und damit eines einzelnen aus 

15 diesem Wafer zu entnehmenden Chips bezuglich des Substratbandes und der darauf ange- 
brachten Bondkontakte zu erhalten. Die zweite Positionierungseinrichtung welche dem Sub- 
stratband zugeordnet ist, weist hingegen vorteilhaft Verschiebungseinrichtungen fur das Ver- 
schieben des Bandes in X- und vorzugsweise zusatzlich Y-Richtung, welche beide innerhalb 
der Tragerebene liegen, auf. 

20 

Demgegenuber kann eine der AusstoBeinrichtung wahlweise zugeordnete zusatzliche Posi- 
tionierungseinrichtung nicht nur in X- und Y-Richtung, sondern auch in Z-Richtung verscho- 
ben werden, um eine Ausstofibewegung, die von oben auf eine Ruckseite des abzulosenden 
Chips wirkt, durchzufuhren. 

25 

Gemafl einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist das bandartige Substrat aus einem optisch 
transparenten Material oder aus einem teilweise durchbrochenen Material, um so einen opti- 
schen Kontakt der Kameraeinrichtung von unten auf den zu entnehmenden Chip und die 
AusstoReinrichtung zu ermoglichen. Bei einem sich anschlieBenden Verschieben des band- 

3 0 artigen Substrates werden mittels der Kameraeinrichtung zusatzlich die Positionsdaten der 
Bondkontakte erfasst und mittels einer Auswerteeinrichtung und einer auf die Positionie- 
rungsrichtungen wirkende Steuereinrichtung ein Ausrichten der drei Elemente zueinander 
bewirkt. Hierfur ist zu beriicksichtigen, dass weitere bereits vor der Ubertragung des Chips 
aufgebrachte Bauteile, wie beispieisweise Antennenschleifen, auf dem bandartigen Substrat 

35 angeordnet sind und den optisch transparenten Bereich des Substrates unterbrechen. 
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Gemaft einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist zwischen der Kameraeinrichtung und dem 
daruber angeordneten bandartigen Substrat ein flachenhaftes Auflageelement, vorzugsweise 
aus optisch transparentem Material, zum Auflegen eines Tails des bandartigen Substrates 
angeordnet. Aufgrund der Verwendung eines transparenten Materials kann die darunter an- 
5 geordnete Kameraeinrichtung weiterhin optischen Kontakt zu den daruber angeordneten 
Bondkontakten, dem zu entnehmenden Chip und der Ausstolieinrichtung halten, urn deren 
Positionsdaten zu erfassen. Vorzugsweise ist die Auflageflache beheizbar, urn den Bondvor- 
gang durch Heizeinwirkung zu beschleunigen beziehungsweise zu verbessem. Das Auflage- 
element kann derart ausgebildet sein, dass es in z-Richtung, ais auf- und abwarts bewegbar, 
10 insbesondere verschiebbar ist. 

Ein Positionierungsverfahren fur die Ubertragung des elektronischen Bauteils von dem ers- 
ten flachen Trager auf die vorbestimmte Stelle des sich parallel dazu erstreckenden zweiten 
flachen Tragers weist vorteilhaft folgende Schritte auf: 

15 

- Verschieben des zweiten flachen Tragers entlang seiner Tragerebene unterhalb des ers- 
ten flachen Tragers; 

- Erfassen von Positionsdaten des auf dem ersten Trager angeordneten Chips mittels der 
unterhalb des aus zumindest stellenweise optisch transparentem Material bestehenden 

2 o zweiten Tragers angeordneten Kameraeinrichtung wahrend des Verschiebens des zwei- 

ten Tragers; 

- Positionierung einer vorbestimmten Stelle des zweiten Tragers oberhalb der Kameraein- 
richtung; 

- Erfassen der Positionsdaten der vorbestimmten Stelle mittels der Kameraeinrichtung und 
25 - Ausrichten des ersten Tragers, wahlweise der AusstoBeinrichtung und/oder des zweiten 

Tragers mittels damit verbundener Positionierungseinrichtungen durch Verschieben 
und/oder Verdrehen derjenigen zueinander innerhalb der Tragerebenen. Hierbei ist die 
Kameraeinrichtung zusammen mit der vorbestimmten Stelle des zweiten Tragers, dem 
auf dem ersten Trager angeordneten zu entnehmenden Chip und der AusstoBeinrichtung 

3 0 auf einer gedachten gemeinsamen Gerade angeordnet. 



Auf diese Weise ergibt sich vorteilhaft eine Erfassung der Positionsdaten des zu bondenden 
und noch nicht abgelosten Chips zeitgleich mit einem Transport des bandartigen Substrates, 
wodurch sich nicht nur eine erhebliche Zeiterspamis und damit ein hoherer Durchsatz einer 
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Bondmaschine ergibt, sondern auch eine zusatzliche Messeinrichtung zur Bestimmung der 
Position eines Chips auf dem Wafer, wie sie bisher verwendet wurde, sich eriibrigt. 

Gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungsform wird fur das erfindungsgemafie Verfahren der 
5 a!s bandartiges Substrat ausgebildete zweite Trager in seiner Tragerebene mit einer Ver- 
schiebungsgeschwindigkeit, die sich aus dem Abstand der von dem ersten Trager sukzessi- 
ve zu entnehmenden Chips, einer Verschiebungsgeschwindigkeit des ersten Tragers und 
den Positionsdaten eines optisch transparenten Bereiches des zweiten Tragers, durch wel- 
che die Kameraeinrichtung Positionsdaten wahrend des Verschiebens des zweiten Tragers 

10 erfasst, berechnet. Somit ist die Verwendung von sogenannten Wafer-Map-Dateien, die von 
Wafer-Herstellfirmen zur Verfugung gestellt werden, derart moglich, dass deren Positions- 
Informationsdaten zu jedem funktionierenden Dice innerhalb eines Wafers als Abstandsda- 
ten verwendet werden konnen und sich hieraus die Grofie des bendtigten Zeitfensters fur die 
Positionserfassung des Dice und damit auch die maximaie Transportgeschwindigkeit des 

15 Substrates errechnen lasst. Durch eine derartig dynamische Anpassung der Verschiebungs- 
geschwindigkeit des Substrates wird ein storungsfreier Ablauf bei maximal moglichem Ma- 
schinendurchsatz erreicht. 

Weitere Ausfuhrungsformen ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

20 

Vorteile und ZweckmafSigkeiten sind der nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der 
Zeichnung zu entnehmen. Hierbei zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Querschnittsdarstellung der erfindungsgemaften Positio- 

2 5 nierungsvorrichtung gemafi einer Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 2 eine Draufsicht einer vorbestimmten Stelle mit Bondkontakten fur die Verwen- 

dung innerhalb der erfmdungsgemaflen Positionierungsvorrichtung; und 



30 



Fig. 3 



eine schematische Darstellung eines zeitlichen Verfahrensablaufes gemafi 
einer Ausfuhrungsform des erfindungsgemafien Positionierungsverfahrens in 
Verbindung mit einer Draufsicht eines Abschnitts eines zweiten Tragers. 
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In Fig. 1 wird in einer schematischen Querschnittsdarstellung eine Positionierungsvorrich- 
tung gemaft einer Ausfuhrungsform der Erfindung gezeigt Ein auf einer Tragerfolie ange- 
ordneter Wafer 1 ist oberhalb und parallel zu einem bandartigen Substrat 2, welches mittels 
Antriebsrollen 3, 4 von links nach rechts und vice versa sowie vorzugsweise zusatzlich in die 
Bildebene hinein und vice versa verschoben werden kann, angeordnet. Der Wafer 1 kann 
mittels einer Waferhalterung 5 innerhalb der Waferebene, also in X- und Y-Richtung ver- 
schoben und zusatzlich urn eine senkrecht zu der Waferebene stehende Rotationsachse 
gedreht werden. Dies erlaubt eine genaue Ausrichtung eines ausgewahlten von der Trager- 
folie abzulosenden Chips 6a aus einer Mehrzahl von Chips 6 auf eine vorbestimmte Stelle 
des Substrates 2, die als Bondposition 2a Bondkontakte aufweist. I 

Eine AusstofJeinrichtung 7 umfasst eine Ausstechnadel 8, die mittels einer AusstofJbewe- 
gung in Z-Richtung, also einer Bewegung nach unten, auf die Ruckseite des abzulosenden 
Chips 6a wirkt und diesen von der Tragerfolie ablest. Auf diese Weise wird der abgeloste 
Chip 6a auf die Bondposition 2a abgelegt und an dieser Stelle mit den Bondkontakten ver- 
bunden. Hierfiir weist die Vorrichtung ein flachenhaftes Auflageelement 9 auf, das zur Unter- 
stutzung des Bondvorganges beheizt werden kann. 

Sowohl das Auflageelement 9 als auch das Substratmaterial des Substrates 2 sind optisch 
transparent, urn einen optischen Kontakt einer Kameraeinrichtung 10, die unterhalb des Auf- 
lageelements 9 angeordnet ist, sowohl auf den abzulosenden Chip 6a und die AusstofJein- 
richtung 7 als auch auf die Bondposition 2a zu ermoglichen. Das Substratmaterial kann hier- 
fur aus einem Kunststoff auf Polymerbasis, wie beispielsweise aus PE, PET, PV Oder Poly- 
amid bestehen. 

Das Substratmaterial ist zusatzlich beispielsweise mittels photochemischer Prozesse Oder 
einem Druckverfahren mit Antennenspulen versehen, die uber die ebenso bereits auf dem 
Substratmaterial angeordneten Bondkontakte mit dem zu bondenden Chip verbunden wer- 
den sollen. 

Wie der Fig. 1 deutlich zu entnehmen ist, sind die Kameraeinrichtung 10, die Bondpositi- 
on 2a, der abzulfisende Chip 6a und die Ausstolleinrichtung 7 mit ihren Mittelachsen auf 
einer gedachten gemeinsamen Gerade 1 1 angeordnet, die ein Ausrichten dieser Elemente 
mit hoher Genauigkeit zulasst. 
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In Fig. 2 ist in einer Draufsicht eine mogliche Form der vorbestimmten Stelle 2a, wie sie in 
der Positionierungsvorrichtung gemaft einer weiteren Ausfuhrungsform in welcher die Aus- 
stofirichtung nicht positionierbar ist, verwendet warden kann, dargestellt. Eine derartige 
Bondposition 2a besteht im Wesentlichen aus zwei Bondkontaktanschlussen 12, die in die- 
5 sem dargestellten Layout den Vorteil aufweisen, dass auf eine Positionierungseinrichtung fur 
die Ausstofceinrichtung 7 verzichtet werden kann, da die Flachen der Bondkontaktanschlus- 
se 12 im Vergleich zu der Grofie des zu bondenden Chips 6a relativ groft sind. Dies betrifft 
insbesondere die langliche Ausdehnung der Bondkontaktanschlusse 12 in Y-Richtung. 

10 Hierfur ist die AusstoReinrichtung 7 bezuglich des Mittelpunktes der Kameraeinrichtung 10 
fest positioniert Die Position des Chips 6a wird wahrend einer Transportbewegung des Sub- 
strates 2 ermittelt. Mittels der ermittelten Positionsdaten wird der Chip mit Hiife der Positio- 
nierungseinrichtung der Waferhalterung 5 auf den Nullpunkt der Kameraeinrichtung, also auf 
die Gerade 1 1 ausgerichtet Nachdem eine Transportbewegung des Substrates erfolgt ist, 

15 werden die Positionsdaten der Bondkontakte 12 mittels der Kameraeinrichtung erfasst. An- 
schlieftend wird das Substrat mittels der Antriebsrollen 3, 4 derart in X-Richtung verschoben, 
dass die Bondkontakte 12 genau unter dem zu bondenden Chip ausgerichtet sind. anschlie- 
Rend findet eine Z-Bewegung der AusstoBeinrichtung statt, um den Chip von der Tragerfolie 
zu losen und auf den Bondkontakten anzuordnen. 

20 

In Fig. 3 wird in einer schematischen Darstellung eine mogliche Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemafien Positionierungsverfahrens dargestellt Zudem wird in einer Draufsicht eine 
mogliche Anordnung von Antennenschleifen 13, 14 und 15 auf einem optisch transparenten 
Substrat 2 mit dazwischen- und darinliegenden optisch transparenten Bereichen 16 gezeigt. 

25 

Der in Form von 8 verschiedenen Zeitsignalen gezeigte zeitliche Ablauf einer moglichen Aus- 
fuhrungsform des erfindungsgemalien Positionierungsverfahrens erstreckt sich uber eine 
Zeitspanne von insgesamt 400 ms und gibt unter anderem dem Vorgang eine Verschiebe- 
bewegung des Substrates wahrend der Erfassung der Positionsdaten des Chips und der 
3 o Ausstofteinrichtung wieder. 

Unter 1.) wird die Zeitspanne von 300 ms fur eine Verschiebebewegung des Substrates 2 
von der einen zu der nachsten Bondposition 2a dargestellt. Unter 2.) werden diejenigen Zeit- 
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spannen dargeste)lt p in welchen die Antennen 13, 14, und 12 der Kameraeinrichtung keinen 
optischen Kontakt zu dem Chip erlauben. 

Unter 3.) wird diejenige Zeit angegeben, die benotigt wird, um den Wafer bezuglich der Ka- 
5 meraeinrichtung derart zu verschieben, dass der nachste Chip mit seinen Positionsdaten 
erfasst werden kann. Anschliefcend findet eine Positionsdatenerfassung innerhalb der unter 
4.) angegebenen Zeitspanne von 40 ms statt. Eine nachtraglich auszufuhrende Korrektur- 
verschiebung des Chips benotigt 20 ms, wie es unter 5.) angegeben 1st 

l o Nun wird - wie unter 6.) gezeigt - eine Positionsdatenerfassung der Bondkontaktanschlusse 
und anschlieliend eine gegebenenfalls notwendige Korrekturverschiebung des bandartigen 
Substrates oder des Chips, wie es unter 7.) dargesteltt wird, durchgefuhrt. Auf diese Weise 
wird eine gegenseitige Ausrichtung der Bondkontaktanschlusse zu dem zu bondenden Chip 
und gegebenenfalls der Ausstofieinrichtung auf eine gemeinsame Gerade erhalten. 



Unter 8.) findet fur eine Zeitspanne von 40 ms der eigentliche Bondvorgang statt, um den 
Chip mit den Bondkontaktanschlussen zu verbinden. 

Samtliche in den Anmeldungsunteriagen offenbarten Merkmale werden einzeln und in Kom 
20 bination als erfindungswesentlich angesehen. Abwandlungen hiervbn sind dem Fachmann 



15 



gelaufig. 
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Positionierungsvorrichtung und -verfahren fur die Ubertragung elektronischer Bauteile 



Patentanspruche 

1 . Positionierungsvorrichtung fur die Ubertragung mindestens eines elektronischen Bau- 
teils (6, 6a), fnsbesondere eines Chips von einem ersten flachen Trager (1) auf min- 
destens eine vorbestimmte Stelle (2a) eines sich parallel zu dem ersten Trager 
erstreckenden zweiten flachen Tragers (2) mit einer Ausstodeinrichtung (7, 8) zur 
Entnahme des Bauteils (6a) von dem ersten Trager (1) mittels einer Ausstoftbewe- 
gung, 

gekennzeichnet durch 

eine Kameraeinrichtung (10) zur Erfassung von Positionsdaten der vorbestimmten 
Stelle (2a), des von dem ersten Trager (1) zu entnehmenden Bauteils (6a) und wahl- 
weise der Ausstofteinrichtung (7, 8), die mit der Kameraeinrichtung (10) im Wesentli- 
chen auf einer gedachten gemeinsamen Gerade (11) angeordnet sind. 

2. Positionierungsvorrichtung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der erste Trager (1) mit einer ersten und der zweite Trager (2) mit einer zweiten Posi- 
tionierungseinrichtung (5; 3, 4) zu deren Positionierung bezuglich der gemeinsamen 
Geraden (11) verbunden sind. 

3. Positionierungsvorrichtung nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

mittels der ersten und zweiten Positionierungseinrichtung (5; 3, 4) jeweils eine Ver- 
schiebung des ersten und des zweiten flachen Tragers (1, 2) in deren Tragerebenen 
durchfuhrbar ist. 

4. Positionierungsvorrichtung nach Anspruch 2 Oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

mittels der ersten und/oder zweiten Positionierungseinrichtung (5; 3, 4) eine Rotation 
des ersten und/oder zweiten Tragers (1, 2) urn eine senkrecht zu ihren Tragerebenen 
stehende Rotationsachse durchfuhrbar ist. 
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5. Positionierungsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, class 

die Ausstofteinrichtung (7, 8) mit einer dritten Positionierungseinrichtung zu deren 
Positionierung beziiglich der gemeinsamen Geraden (1 1) mittels einer parallel zu den 
Tragerebenen durchgefuhrten Verschiebung verbunden ist. 

6. Positionieaingsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der erste flache Trager (1) als Wafer und der zweite flache Trager (2) als bandartiges 
Substrat ausgebildet ist. 

7. Positionieaingsvorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das bandartige Substrat aus einem optisch transparenten Material besteht. 

8. Positionieaingsvorrichtung nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das bandartige Substrat aus einem teilweise durchbrochenen Material besteht. 

9. Positionieaingsvorrichtung nach einem der Anspriiche 6-8, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

auf dem bandartigen Substrat weitere bereits vor der Ubertragung des elektronischen 
Bauteils (6a) aufgebrachte Bauteile (13, 14, 15) angeordnet sind. 

10. Positionierungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 6 - 9 f 
dadurch gekennzeichnet, dass 

an der vorbestimmten Stelle (2a) des bandartigen Substrates Bondkontakte (12) fur 
das Bonden des Bauteils (6a) auf das Substrat angeordnet sind. 

1 1 . Positionierungsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

der zweite Trager (2) einzelne voneinander beabstandete Substratelemente umfasst. 
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12. Positionierungsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Kameraeinrichtung (10) unterhalb des zweiten Tragers (2) angeordnet ist und sich 
die gemeinsame Gerade (11) in vertikaler Richtung durch die Kameraeinrichtung (10) 
hindurch erstreckt. 

1 3. Positionierungsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

zwischen der Kameraeinrichtung (10) und dem zweiten Trager (2) ein flachenhaftes 
Auflageelement (9) zum Auflegen eines Teils des zweiten Tragers (2) aus optisch 
transparentem Material angeordnet ist. 

14. Positionierungsvorrichtung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das Auflageelement (9) entlang der Geraden (1 1) in vertikaler Richtung verschiebbar 
und vorzugsweise beheizbar ist. 

1 5. Positionierungsvorrichtung nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Kameraeinrichtung (10) eine Auswerteeinrichtung zum Auswerten und Aufeinan- 
derabgleichen der erfassten Positionsdaten umfasst. 

16. Positionierungsvorrichtung nach Anspruch 15, 
gekennzeichnet durch 

eine Steuereinrichtung zum Steuern der Positionierungseinrichtungen (5; 3, 4) in Ab- 
hangigkeit von den abgeglichenen Positionsdaten. 

1 7. Positionierungsverfahren fur die Ubertragung mindestens eines elektronischen Bau- 
teils (6, 6a), insbesondere eines Chips von einem ersten flachen Trager (1) auf min- 
destens eine vorbestimmte Stelle (2a) eines sich parallel dazu erstreckenden zweiten 
flachen Tragers (2) mit einer AusstoBeinrichtung (7, 8) zur Entnahme des Bau- 

teils (6a) von dem ersten Trager (1) mittels einer Ausstoftbewegung, 
gekennzeichnet durch 
folgende Schritte: 



WO 2005/041274 



- 13 - 



PCT/EP2004/011703 



- Verschieben des zweiten flachen Tragers (2) entlang seiner Tragerebene unter- 
halb des ersten flachen Tragers (1 ); 

- Erfassen von Positionsdaten des auf dem ersten Trager (1 ) angeordneten elek- 
tronischen Bauteils (6a) mittels einer unterhalb des aus zumindest stellenweise 
optisch transparentem Material bestehenden zweiten Tragers (2) angeordneten 
Kameraeinrichtung (10) wahrend des Verschiebens des zweiten Tragers (2); 

- Positionierung einer vorbestimmten Stelle (2a) des zweiten Tragers (2) oberhalb 
der Kameraeinrichtung (1 0); 

- Erfassen von Positionsdaten der vorbestimmten Stelle (2a) mittels der Kamera- 
einrichtung (10); und 

- Ausrichten des ersten Tragers (1 ), wahlweise der Ausstofteinrichtung (7, 8) 
und/oder des zweiten Tragers (2) mittels damit verbundener Positionierungsein- 
richtungen (5; 3, 4) durch Verschieben und/oder Verdrehen derjenigen zueinan- 
der innerhalb der Tragerebenen derart, dass die Kameraeinrichtung (10) die vor- 
bestimmte Stelle (2a) des zweiten Tragers (2), das auf dem ersten Trager (1) an- 
geordnete elektronische Bauteil (6a) und die Ausstofieinrichtung (7, 8) auf einer 
gedachten gemeinsamen Gerade (11) liegen. 

1 8. Verfahren nach Anspruch 1 7, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der als bandartiges Substrat ausgebildete zweite Trager (2) in seiner Tragerebene 
mit einer Verschiebungsgeschwindigkeit bewegt wird, die sich aus dem Abstand der 
von dem ersten Trager (1) sukzessive zu entnehmenden elektronischen Bautei- 
le (6, 6a), einer Verschiebungsgeschwindigkeit des ersten Tragers (1) und Positions- 
daten eines optisch transparenten Bereiches (16) des zweiten Tragers (2), durch 
welche die Kameraeinrichtung (10) Positionsdaten wahrend des Verschiebens des 
zweiten Tragers (2) erfasst, berechnet. 
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